2011年清华839材料科学基础-固体物理回忆版
材科基部分：
1、二维点阵共有几种？指出其类型并用图表示。画出石墨的二维点阵结构（垂直于c轴的面）。
2、底心正方、面心正方存不存在？为什么？
3、试比较XX玻璃和石英玻璃结构和工艺上的异同。（记不清了）
4、一根Mg棒，一根Zn棒，轴向压缩，分析各自可能的形变方式，写出对应的滑移系或孪生系统。（具体记不清了，类似于04年第八题，05年第三题）
5、如图，AB、CD是两条互相垂直的位错线，相距d。AB柏氏矢量与AB呈30°夹角，CD的柏氏矢量垂直于CD，分别求AB、CD受到的作用力，并作图表示出来。
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（提示：此题先设AB为Z轴，利用Peach-Koehler公式，题目所需用到的螺、刃应力场的表达式均已给出。）
6、利用相律辨别相图是否正确，并说明原因。（03年试卷一第九题）
7、渗碳，已知渗到某一深度（0.12cm）需要1h，问渗到0.48cm需要多长时间。（利用余误差函数，x/为定值）
8、A-B二元合金相图，在固相不扩散，液相完全混合的情况下，水平放置的质量分数40%的二元合金溶液从左向右定向凝固成长为L的横截面均匀的合金棒。
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· 计算棒中单相α固溶体段占棒长的分数。
· 示意画出棒中组织分布及B原子浓度分布。
· 计算棒中单相α固溶体段的平均B原子浓度。
（西南交大07年第五大题第1小题，教辅167页例5-4）
9、将经过70%拉伸冷变形的长铜棒（Cu熔点1083℃）一端浸入冰水，另一端加热至850℃，持续一小时。画出沿该棒长度方向温度分布图，标出再结晶温度的大概值，对应图上温度分布画出样品金相组织连续变化示意图和硬度变化曲线，并解释组织和硬度变化。（06年第七题）
10、根据共析碳钢的过冷奥氏体转变C曲线（给出TTT图），写出图示6种不同工艺处理后材料的组织名称，并比较硬度、排序。
（西南交大08年第五大题第2小题）
固体物理部分：
1、什么是格波，与声子有什么关系？
2、叙述关于晶体比热的德拜模型的要点和结论。
3、解释热导率在远小于德拜温度时与温度三次方成正比，远大于德拜温度时与温度倒数成正比。
4、说明半导体硅中的长纵声学波是怎样对电子产生散射作用的。
5、用能带理论解释金属导体和半导体导电的区别。
6、铜和镍的性质有什么不同？为什么？
7、讨论温度对P型半导体电导率的影响。（同时注意N型）
8、按紧束缚近似理论计算体心立方晶体S态电子的①能带表达式，②在波矢K状态下的速度，③能带底的有效电子质量。
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